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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

異種のポリアミド系樹脂を使用した超多層フィルムの成形

実験
Experimental

【利用した主な装置】
YG-002：共押出システム、YG-006：513層多層押出成形装置
【実験方法】
PA6、PA66の2種類の樹脂を用いて押出成形を実施。フィードブロックと513層多
層押出成形装置にて、積層を実施し、Tダイを用いてフィルム成形を行った。
マルチプライヤーのユニットを外していくことで513層、33層、3層のフィルムを
取得。【取得サンプル】PA6/PA66 層比 20：80 層数 513層、33層、3層 膜厚 90
-110 μm

結果と考察
Results and Discussion

フィルム成形性が悪いPA66がリッチの条件での実施となった。層比に合わせて吐
出量調整を行い実施した。
初めは気泡が多く発生し、フィルム取得が困難であった。マルチプライヤー部の熱
電対に不具合があり、過昇温されていたことがわかり、改善後問題なく、取得完了
した。PA66がリッチな条件であるため、冷却温度が低いとすぐに硬化してしまう
ため、作業性が悪かったため、巻き取りロールの温度設定を高め(+10℃)に設定し、
製品取得を行った（表1）。
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